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はじめに  
	 近年、フレキシブル基板上への電子デバイス形成の要望が高まっている 1)。フレキシブル基板上に成膜さ

れた薄膜はリジッド基板上のものと比較して、機械的柔軟性、耐久性が良く軽量であるので、応用の大きな

可能性がある。これらの要望にともない、各種軟磁性薄膜をフレキシブル基板上に作製する試みが行われて

きている。Fe系の微結晶材料ファインメット®は低保磁力、高磁束密度を示す材料であるが 2)、一般に 500℃
以上の熱処理が必要であるため、フレキシブル基板上での作製が困難である。そこで、本研究では、低い熱

処理温度で微結晶化させるため、Fe、Cuの組成を変化させた FeSiBNb/Cu多層薄膜を作製し、その磁気特性、
構造を評価したので報告する。 

実験方法  
	 成膜には DC 電源・RF 電源を持つ４元マグネトロンスパッタリング装置を使用した。スパッタガス圧は
FeSiBNb では 0.5Pa、Cu では 0.8Pa で成膜した。基板は磁気特性用に熱酸化膜付き Si、組成分析用にカプト
ンテープを使用した。FeSiBNbは Fe77Si14B9合金上に Nbチップを配置した複合ターゲットを使用した。また
複合ターゲットに Feチップ配置することによって、組成を制御した。VSM、構造解析には XRD、TEM、EPMA
を使用した。 

実験結果  
	 右図の Fe-6、Fe-10は Feチップを 6枚、10枚のせた FeSiBNb
を 300nm単層で成膜、FeCu-x,y,zは Feチップ x枚のせた FeSiBNb
を ynm、Cuを z/10nm交互に 300/y層成膜したサンプルである。 
	 Fig.1 は FeSiBb/Cu の保磁力 Hc の熱処理温度依存性である。
XRDから単層膜および FeCu-0,10,2、熱処理後もアモルファス構
造である。一方、多層膜では x=10では as-dep.、x=6では 250ºC、
x=3では 300ºC以上の熱処理で XRDにより結晶化がみられた。
結晶化が確認された試料では x=3,6 で 1Oe を下回る保磁力が得
られた。Fig.2 は FeCu-6,10,2 を 200℃で熱処理した試料の TEM
像である。XRD では確認出来なかったが、わずかに結晶化が起
こっていることがわかる。 
	 上記の結果から、200ºCという低温熱処理でも微結晶材料が作
製可能であることがわかった。 
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Fig. 1 Annealing temperature dependence of 

coercivity. 

 

 

Fig. 2 TEM image of FeCu-6,10,2 annealed at 

200ºC for 1 hour. 

25pPS  1

 110 




